


Vom Wafer zum fertig gehausten und getesteten
Bauteil

Durch die enge Kooperation mit der MAF GmbH, die sich
auf das Packaging elektronischer Bauteile spezialisiert hat,
ist es uns moglich, unseren Kunden auch das Hausen der
bereits auf Waferlevel gepriften Bauteile anzubieten. Auf-
grund der zentralen Lage in Frankfurt/Oder sind geh&uste
Musterbauteile und spéter auch die Serienteile im Gegen-
satz zu fernostlichen Packaging-Dienstleistern sehr schnell
lieferbar. Diese Bauteile werden bei HTV einem Endtest
entsprechend der spezifizierten Einsatztemperaturen und
Anforderungen unterzogen. Unsere umfassenden, viel-
faltigen und zudem auBerst spezifischen Testverfahren
decken hierbei mogliche Fehler schonungslos auf und
stellen die erforderliche Prftiefe sicher. Fur die Adaptie-
rung der Bauteile an die GroBtester steht eine Vielzahl
von Handlingsystemen zur Verfligung, die Tests auch im
erweiterten Temperaturbereich mit Stlickzahlen von meh-
reren hunderttausend Teilen pro Tag ermdaglichen.

Der Kunde erhélt somit eine umfassende Dienstleistung
und hat dabei nur einen Ansprechpartner, der ihn durch
alle Schritte seiner ASIC-Entwicklung bis hin zum Test
der Serienstlickzahlen unterstitzt.

Entwicklung von Testprogrammen als Service

Von HTV entwickelte GroBtester-Software und die erfor-
derlichen Hardware-Anpassungen befinden sich auch
bei Halbleiterherstellern auf deren hauseigenen Testsys-
temen im Einsatz. Der Kunde bekommt somit Spezial-
wissen zur Verfligung gestellt und kann den Test dann in
seinen kompletten Fertigungsprozess und Qualitatsregel-
kreis implementieren.

Der Kunde erhélt somit eine
umfassende Dienstleistung und
hat dabei nur einen Ansprechpartner.

Auf einen Blick:

Wafer-Test

Wafer-Sagen

Mustererstellung in Keramik-Gehausen
Premold Packages

Chips in Waffe-Pack

Packaging von Serienstiickzahlen
Erstellung spezifscher Testsoftware

Vollautomatische Tests in Serienstiickzahlen



Langzeitkonservierung

Lange bevor die Nachfrage des Marktes nach einer L&-
sung fur die Langzeitlagerung elektronischer Bauteile auf-
kam, hat HTV in enger Zusammenarbeit mit Universitaten
Alterungsprozesse in elektronischen Bauteilen analysiert
und Konzepte zu deren Vorbeugung entwickelt.

Deshalb ist HTV das Hochleistungszentrum fir die Kon-
servierung und Lagerung von elektronischen Bauteilen und
Baugruppen. Schadstoffbildungen und Oxidation, interne
und externe Diffusionsprozesse, sowie Whiskerbildungen,
Datenverluste und Kapazitatseinbriche sind die Auswir-
kungen, welche Verflgbarkeit und Lebensdauer elektro-
nischer Bauteile und Komponenten direkt beeinflussen.
Die erwahnten Effekte lassen sich jedoch durch geeigne-
te Konzepte und Verfahren nachhaltig reduzieren.




Thermisch-Absorptive-Begasung TAB®

Das spezielle, von HTV entwickelte, Konservierungs-
verfahren TAB® reduziert die entscheidenden physikali-
schen und chemischen Alterungsprozesse von Bauteilen
aktuell um den Faktor 12-15. Dieses weltweit einzig-
artige Konservierungsverfahren verhindert zuverlassig
und nachhaltig die Entstehung und das Fortschreiten
von Oxidations-, Korrosions- und Diffusionsprozessen.
Somit sind Qualitat, Verarbeitbarkeit, Verfugbarkeit und
Zuverlassigkeit elektronischer Komponenten z.Zt. bis zu
30 Jahre gesichert. Die laufenden Forschungsarbeiten
ermdglichen durch weitere Optimierungen und neue L&-
sungsansétze in Zukunft Lagerzeitraume von 40 bis 50
Jahren, wie sie schon jetzt flr bestimmte Branchen ge-
fordert werden.

Oxidations- und Diffusionsprozesse

Entscheidende Alterungsmechanismen sind Diffusions-
vorgange. Hierbei wandern Kupfer-Atome des Tragerma-
terials in die Zinnbeschichtung, gelangen an die Oberfla-
che und umgekehrt. Die hohe Oxidationsanfélligkeit der
eingesetzten Tragermaterialien bewirkt eine auBerordent-
lich schnelle und resistente Oxidation. In Konsequenz
heiBt dies, dass die Teile nicht mehr verarbeitet werden
koénnen. Vergleichbare Prozesse finden jedoch auch im
Bauteilinneren, also auf dem Chip, statt. Betrachtet man
den physikalisch-chemischen Aufbau, so sind die einzel-
nen Atome im Chip zum Teil delokalisiert und bewegen
sich mit zunehmender Potentialtiefe in Energiebandern,
ahnlich wie Elektronen in einem Halbleiter, und ,tunneln®
zwischen benachbarten Potentialmulden. Durch die da-
mit einhergehende Vermischung ist die Zuverlassigkeit
elektronischer Bauteile im Rahmen einer Langzeitlage-
rung signifikant reduziert, wenn nicht spezielle Vorkeh-
rungen getroffen werden.

HTV hat in enger Zusammenarbeit mit Universitdten
Alterungsprozesse in elektronischen Bauteilen analy-
siert und Konzepte zu deren Vorbeugung entwickelt.

Feuchte und Schadstoffe

Durch Feuchte und Schadstoffe motivierte Oxidationspro-
zesse konnen langfristig beispielsweise die Zersetzung
von Leiterbahnen und Isolationsschichten bewirken. Der
fur das TAB®-Verfahren definierte Absorptionsprozess
verhindert zuverlassig und nachhaltig die Entstehung und
das Fortschreiten von Oxidations- und Korrosionspro-
zessen. Additiv werden materialabhangig entstehende
Schadstoffe absorbiert.

Stickstoffverpackung

Die Auswahl der richtigen Lagermethode fUr elektronische
Bauteile und Baugruppen hangt entscheidend von dem
vorgesehenen Lagerzeitraum ab. Einlagerungen flr ein bis
zwei Jahre kdnnen in so genannten Stickstoff-Dry-Packs
erfolgen. Dazu werden die Bauteile zusammen mit Trocken-
mittel und Feuchteindikator in besondere Tlten verpackt,
mit Stickstoff gespult und anschlieBend vakuumisiert, so
dass sich nach dem VerschweiBen keine oxidationsfordern-
den Sauerstoffmolekile mehr in der Verpackung befinden.
FUr diesen Zeitraum sind auch Lagerungen in Stickstoff-
schranken moglich.

Von einer reinen Stickstofflagerung von mehr als drei
Jahren ist aus verarbeitungs- und sicherheitstechni-
schen Griinden dringend abzuraten!

Hierflr ist die HTV-Langzeitkonservierung nach dem
TAB®-Verfahren die einzige Moglichkeit, um die Alterungs-
prozesse an den Bauteilen signifikant zu verzégern und
die Funktion und Verarbeitbarkeit Uber einen sehr langen
Zeitraum sicherzustellen!

Auf einen Blick:

Spezielle Bauteil- und Komponentenkonservierung
nach dem TAB®-Verfahren

Reduktion der Alterungsprozesse um den Faktor
12-15, somit Lagerzeitraume von z.Zt. 30 Jahren
moglich

Umfangreiche kontinuierliche Warenbewertung
und -iiberwachung

Stickstoff-Dry-Packs fiir kurze Lagerzeitraume



Analytik fur elektronische Komponenten

Die Analyse elektronischer Bauteile bekommt fir Bau-
teilhersteller und -verarbeiter eine immer gréBere Bedeu-
tung. Entsprechende Untersuchungen werden z.B. bei
Qualitatsproblemen (Ermittlung von Ausfallmechanismen)
und Fertigungsfehlern notwendig oder kommen zur Be-
stimmung des Bauteilzustandes zum Einsatz, um Fehler-
ursachen zu lokalisieren bzw. Fehlerpotential beurteilen
zu koénnen. Anhand der Untersuchungsergebnisse des
HTV-Analytiklabors und einer ausfuhrlichen Dokumen-
tation ist eine urséchliche Klarung fur den Anwendungs-
fall schnell mdglich.



Detaillierte Untersuchungsergebnisse

Um die Qualitat des Endproduktes zu sichern, sind spe-
zifische Analyseverfahren, auch im Hinblick auf Ware aus
unsicherer Herkunft, notwendig.

Neben der Bewertung des visuellen Warenzustandes er-
folgen detaillierte Untersuchungen mittels Lichtmikrosko-
pie, Roéntgentechnologie, Rasterelektronenmikroskopie
oder Probenpraparationen und Schiliffbilderstellungen,
die Aufschluss Uber den aktuellen Zustand der Bauteile
geben. Hierdurch wird eine Aussage Uber die Dauer einer
zuverlassigen Verarbeitbarkeit der Bauteile ermdglicht.
Zur Bewertung des intermetallischen Phasenwachstums
erfolgt eine REM-Analyse (Rasterelektronenmikroskopie),
welche gezielt deren Verlauf und Starke erfasst.

Zwei neue Analysemethoden erweitern das HTV-Analyse-
spektrum: Zum einen die lonen-Atzung, die als Alterna-
tive zur nass-chemischen Atzung die Mdglichkeit bietet,
mechanisch vorgefertigte Schliffebenen durch gezielt be-
schleunigte Teilchen eines Gasbeschusses strukturell zu
atzen und somit eine hdchsten Anspriichen gentgende,
glatt polierte Oberflache zu erwirken. Beispielhaft hierflr
sind Stérungen bei Nickel-Gold-Leiterplattenoberflachen,
welche teilweise in Lotfehlern resultieren, jedoch zunachst
in der visuellen Uberpriifung unauffallig sind.

Beim Einsatz des elektronischen Bauteils, vor allem unter
thermischer Belastung, weisen diese Lo6tverbindungen
dann allerdings eine nur geringe Zuverlassigkeit auf. Der-
artige Lotverbindungen zeigen im Bereich der interme-
tallischen Phasen dunkle Verfarbung und werden auch
als ,Black Pad“ bezeichnet. Mittels der mikrostrukturellen
lonen-Atzung kann dieser Effekt dann eindeutig nachge-
wiesen werden.

Durch dieses einzigartige in unserem Hause
vorhandene Know-how kann die Létbarkeit
besonders von é&lteren Bauteilen wieder
hergestellt werden.

Als weitere innovative Technologie ist die Electron-
Backscatter-Diffraction-Analyse (EBSD) anzuflhren.
Diese immer mehr an Bedeutung gewinnende Untersu-
chungsmethode zur Bestimmung einer kristallographi-
schen Orientierung von Kristallen an der Objektoberflache
bietet gerade im Rahmen der Langzeitkonservierung ein
héchstes Mal3 an Sicherheit. Die EBSD-Analyse dient zur
Bewertung und Absicherung einer langjahrigen, unveran-
derten Bauteilqualitdt und zur Optimierung entscheiden-
der Konservierungsparameter.

Bauteilaufarbeitung

Das speziell fir elektronische Bauteile entwickelte HTV-
revivec®-Verfahren ermdglicht, organische und anorga-
nische Effekte in Form von Oxidschichten, korrosiven
Flachen und diversen Verunreinigungen von den Bauteil-
anschlUssen zu entfernen. Durch dieses einzigartige in un-
serem Hause vorhandene Know-how kann die Lotbarkeit
besonders von &alteren Bauteilen wiederhergestellt werden.

Auf einen Blick:

Lichtmikroskopie
Schliffbilderstellung

Bauteil6ffnung

Rasterelektronenmikroskopie (REM)
Energiedispersives Rontgenstrahlspektrometer (EDX)
Electron-Backscatter-Diffraction-Analyse (EBSD)
Fourier-Transformations-Infrarot-Spektroskopie (FTIR)
Rontgeninspektion

Vollautomatische Loétbarkeitstests

lonen-Atzung

Reinigung und Aufarbeitung elektronischer Komponenten
nach dem HTV-revivec®-Verfahren



Unsere Leistungen:

Programmieren elektronischer Bauteile

Testen elektronischer Bauteile und Komponenten
Umweltprifungen (Klimatest, Temperaturschock, HAST-Test, ...)
Testprogramm- und ASIC-Entwicklung

3D-Leadinspection und Gurtung

Packaging/H&ausen von Dies

Langzeitkonservierung elektronischer Komponenten
bis z.Zt. 30 Jahre: HTV-TAB®-Verfahren

Analytik fur elektronische Komponenten (REM, Réntgen, Schliffbilder,
lonen-Atzung,...)

Reinigung und Aufarbeitung elektronischer Komponenten:
HTV-revivec®-Verfahren

Immer einen Sprung voraus!
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